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Motivation

Dem thermischen Management elektronischer Bauteile und Baugruppen kommt auf Grund
der fortschreitenden Miniaturisierung und des damit einhergehenden Anstieges der
Verlustleistungsdichte eine steigende Bedeutung zu. Vielfach sind es thermische Probleme,
die beispielsweise einer weiteren Erhéhung der Packungsdichte im Wege stehen. Im Rahmen
der Problemlésung kommt es in steigendem MalRe zum Einsatz von Computersimulationen,
nm die Anzahl 7eit- 1ind kostenintensiver Fxnerimenten zu verringern.

Der Einsatz von Computer-
simulation ermaglicht die
Reduzierung zeit- und
kostenintensiver  experimenteller
Untersuchungen. Hierbei gilt es
jedoch,  zeitlich, ortlich und
temperaturabhéangig veranderliche
Warmequellen, thermischer Werk-
stoffeigenschaften und  Rand-
bedingungen zu berucksichtigen.
Die Erstellung und Anderung der
thermischen  Modelle erfordert

Abb. 1: Dreidimensionale Ansicht des Modells hierbei  jedoch vielfach einen
eines TO-247 Bauelements nach Ausblenden groRen zeitlichen Aufwand.
des Molding-Materials. Dariiberhinaus erfordern
beispielsweise oftmals nur
ungenau bestimmte Werkstoff-
eigenschaften weiterhin
begleitende experimentelle
Untersuchungen.
In diesem Umfeld arbeiten wir in
Zusammenarbeit mit der
Arbeitsgruppe Electronic-Packaging
der Tu-Wien und der
Arbeitsgemeinschaft far
Thermoanalyse.

Abb. 2: Dreidimensionale Ansicht einer
berechneten Temperaturverteilung..

Auf dem Gebiet der Aufbau- und Verbindungstechnik
beschaftigen wir uns mit:

e Thermische Charakterisierung e Qualitats — u. Zuverlassigkeits-
und Optimierung untersuchungen
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